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Was sind AI Transportables?

Die technologischen Fortschritte des letzten Jahrzehnts 
im Bereich des High Performance Computing (HPC), wie 
z. B. die erweiterte Rolle der GPUs bei den Berechnungen, 
haben zu einem sprunghaften Anstieg der Akzeptanz von 
Anwendungen des maschinellen Lernens und der künstlichen 
Intelligenz geführt.  Während sich die Rechentechnologien 
in Rechenzentren erheblich weiterentwickelt haben, wurden 
dieselben Fähigkeiten in Edge-/Transportable-Umgebungen 
langsamer angenommen.  

Transportable KI-Systeme sind kompromisslose Plattformen mit 
den Fähigkeiten eines Rechenzentrums, die in denselben Edge-
Umgebungen wie eingebettete Lösungen eingesetzt werden 
können. Durch die PCIe-Erweiterung können die GPUs, auf 
denen die Compute Engine läuft, direkte Hochgeschwindigkeits-
Busverbindungen zu ebenso schnellem NVMe-Speicher, NIC-
Add-in-Karten und FPGA-Datenerfassung haben.  Dieses PCIe-
Design unterstützt die neuesten KI-Systemarchitekturen für 
direkte Speichertransaktionen in einem disaggregierten 
Workflow. KI-Transportable-Systeme erfüllen die strengen 
MIL-STD-Anforderungen für Schock und Vibration, 
weite Betriebstemperaturbereiche, Höhenlagen, 
Feuchtigkeit und redundante Stromversorgung.

Die AI Transportables Industrie stellt den 
Eckmarkt zwischen den neuesten Fortschritten 
im High-Performance-Computing und Edge-
(transportablen) Anwendungen dar. Laut 
MarketsandMarkets wird erwartet, dass 
der Edge-Computing-Markt bis 2025 mit 
einer durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsrate von 34 Prozent auf 
15,7 Milliarden US-Dollar wächst.

Darauf müssen Sie vor dem Kauf von  
AI Transportables Appliances achten:

	☐ Anwendungsfälle
	☐ Einsatzgebiete
	☐ First-to-Market Vorteile
	☐ PCIe Bandbreite und Formfaktoren
	☐ Zertifizierungen und Qualität
	☐ AI Transportable Systeme im Vergleich
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Transportable KI wird in Branchen mit großen eingehenden 
Datensätzen benötigt, darunter autonomes Fahren, 
militärische Objekterkennung sowie Öl- und Gasbohrungen. 
Zwei Standard-Optionen sind Rackmount-Systeme für 
Rechenzentren oder eingebettete Systeme mit geringem 
Stromverbrauch, die beide starke Einschränkungen aufweisen. 
Systeme für Rechenzentren können die Anforderungen 
dieser transportablen Industrien nicht erfüllen, wenn es um 
Robustheit geht. Da Rechenzentrumssysteme für stationäre, 
klimatisierte Racks konzipiert sind, sind sie nicht für die 
straßenbedingten Vibrationen oder Kühlungsbeschränkungen 
geeignet, die in der autonomen Fahrzeugindustrie auftreten. 

Während eingebettete Lösungen GPUs mit niedriger Leistung 
und geringem SWaP-Footprint integrieren, schneiden diese 
Produkte im Vergleich zu GPUs für Rechenzentren deutlich 
schlechter ab. Softwareentwickler für Anwendungen, die 
eingebettete Produkte verwenden, müssen Kompromisse 
bei der Sensorerfassung, dem Datendurchsatz und den 
Gesamtfunktionen ihrer Bereitstellung eingehen. 

Transportable KI-Anwendungen erfordern sowohl einen 
geringen SWaP-Footprint als auch eine hohe Leistung. Hier 
kommen AI Transportable Systeme ins Spiel. Der Schwerpunkt 
der transportablen KI-Systeme liegt darauf, die neuesten 
GPU-Technologien in den transportablen Bereich zu bringen. 
Die Integration der neuesten GPUs in Fahrzeuge ermöglicht 
eine bessere Datenerfassung und Inferenzfähigkeit für KI-
Anwendungen.

Transportable KI-Systeme für eine 
schnellere Inferenz

Marktvolumen Edge Computing Global:

	◆ 2019: 3,5 Milliarden USD

	◆ 2027: 43,4 Milliarden USD

Marktvolumen AI Transportables:

	◆ 2019: 200 bis 400 Millionen USD

	◆ 2027: 3 bis 5 Milliarden USD

Quelle: Grand View Research

Quelle: One Stop Systems
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Einsatzgebiete

Autonome Fahrzeuge

Künstliche Intelligenz ist eine Kernkomponente für den Einsatz von wirklich 
autonomen Fahrzeugen in kommerziellen, industriellen und militärischen 

Anwendungen. Diese transportablen KI-Anwendungen erfordern eine 
kompromisslose Leistung, die in rauen Betriebsumgebungen eingesetzt 

wird und die Entscheidungsfindung in Echtzeit unterstützt. Autonome 
Fahrzeuge sind mit spezialisierten Hochleistungs-Edge-Computing-

Geräten mit Komponenten für die Datenaufnahme mit hoher Bandbreite 
ausgestattet, die mit einer Vielzahl von Video-, Radar- und LIDAR-Sensoren 

verbunden sind, sowie mit Speichersubsystemen mit hoher Kapazität 
und geringer Latenzzeit und Hochleistungs-Compute-Engines, die das 

maschinelle KI-Lernen und die Inferenzaufgaben durchführen können, 
die erforderlich sind, damit das Fahrzeug sehen, hören, denken und 

Entscheidungen treffen kann wie ein Mensch. 

Luft- und Raumfahrt

Moderne Flugzeuge erzeugen während des Fluges und auch während des 
Aufenthaltes auf dem Flughafen Unmengen von Daten. Die eingehenden 

Informationen müssen nahtlos gesammelt, gefiltert und über 
verschiedene Kommunikationswege weitergeleitet werden, um am Ende 
verarbeitet und archiviert werden zu können. Telemetrie-, Unterhaltungs- 

und Kabinensysteme erfordern speziell zertifizierte Hardware, die 
nicht nur dem Druckabfall in großen Höhen, sondern auch extremen 

Temperaturschwankungen und mechanischen Belastungen standhalten 
kann. OSS verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Spezifikation, 

Entwicklung, Herstellung und Reparatur von Komponenten und Systemen 
für die Luft- und Raumfahrt. Entwicklungspraktiken nach DO-254 und DO-

178-C werden mit einem AS9100-D Qualitätssystem kombiniert.

Industrielle Automation

Künstliche Intelligenz wird für eine Vielzahl von Anwendungen 
in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt, darunter Öl und Gas, 

Bergbau, Bauwesen und Landwirtschaft sowie Biowissenschaften und 
Gesundheitswesen. In allen Branchen wächst das Datenaufkommen 
exponentiell und wird zur Entwicklung ausgefeilter Algorithmen 

genutzt, um vorausschauende Intelligenz für Echtzeitmaßnahmen vor 
Ort zu ermöglichen. Die Latenzzeiten und Sicherheitsprobleme bei der 

Übertragung von Daten an entfernte Rechenzentren sind inakzeptabel. 
Diese transportablen KI-Anwendungen müssen außerdem unter 

oft rauen oder extremen Umgebungsbedingungen arbeiten oder 
unterliegen strengen Beschränkungen hinsichtlich Größe, Gewicht 

und Stromverbrauch.



Medien und Unterhaltung

Künstliche Intelligenz erweitert High-End-Videoproduktions-Workflows in 
der Medien- und Unterhaltungsbranche und führt dazu, dass kompromisslos 

leistungsstarke Rechen- und Speichersysteme benötigt werden, die speziell 
für den robusten Einsatz am Set und im Feld entwickelt wurden. Robuste, 

transportable KI-Systeme werden an Veranstaltungsorten benötigt, um 
hochauflösende Videos in Echtzeit zu verarbeiten und komplexe Video-

Spezialeffekte und Lichtshows zu verwalten. Darüber hinaus müssen 
transportable KI-Systeme am Set extrem große Mengen an Speicher und 

Speicherbandbreite bereitstellen, um die Hochgeschwindigkeitsdatenströme 
zu erfassen, die durch die 8K-Rohdatenausgabe der Kameras entstehen. 

Robuste, herausnehmbare Speichersysteme werden benötigt, um die am Set 
erstellten massiven Datendateien ohne die inakzeptablen Latenzzeiten und 

Kosten von Netzwerkverbindungen an Postproduktionssysteme zu übertragen.

Verteidigung und Sicherheit

Künstliche Intelligenz wird immer mehr zu einem Kernelement von 
Verteidigungssystemen in allen Einsatzbereichen - zu Lande, in der Luft 

und auf See. KI wird entscheidend sein, wenn es darum geht, die riesigen 
Datenströme zu bewältigen, die von hochentwickelten Sensornetzen 
erfasst werden, und diese in Echtzeit in verwertbare Informationen 

umzuwandeln. Die Latenzzeit, die mit dem Rückgriff auf entfernte 
Rechenzentren verbunden ist, ist in diesen Situationen inakzeptabel. 

Diese Systeme befinden sich in rauen Umgebungen, erfordern aber ein 
Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit sowie die neueste CPU, 

GPU-, Datenerfassungs- und Speichertechnologie. Der militärische 
Schauplatz von morgen ist einer, der „KI-Transportfähigkeit“ an jedem 

Knotenpunkt erfordert.

Marine und Seetransport

Zu den seegestützten, transportablen KI-Anwendungen gehören 
fortschrittliche Systeme zur Erkennung von Bedrohungen, autonome 
oder halbautonome Überwasserschiffe und Unterwasserfahrzeuge 

sowie automatische Wartungswarnsysteme. KI-Fähigkeiten sind in viele 
defensive und offensive Missionssysteme von Schiffen eingebettet, die 

für eine schnelle Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen ausgelegt 
sind. Unbemannte Überwasserschiffe sind nachweislich in der Lage, 
Tausende von Meilen ohne Besatzung zurückzulegen, was den Weg für 

monatelange Patrouillen auf den Weltmeeren zu wesentlich geringeren 
Kosten ebnet. Unbemannte Unterwasserfahrzeuge (UUVs), die KI-

Technologie nutzen, werden zur Minenbekämpfung eingesetzt. Die KI-
Technologie wird auch zur Automatisierung der Wartung eingesetzt, um 

schwache Systeme zu erkennen, bevor sie auf See ausfallen.
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Anwendungsfälle

Transportable KI-Geräte ermöglichen es Unternehmen, 
handelsübliche Standardhardware und KI-Funktionen 
vor Ort einzusetzen, um eine Reihe kritischer Probleme in 
Echtzeit zu lösen. Fähigkeiten wie maschinelles Lernen, Deep 
Learning und tiefe neuronale Netze werden bereits in ganz 
unterschiedlichen Marktsegmenten, sowohl im zivilen als auch 
im militärischen Bereich, eingesetzt:

	◆ Lkw-Hersteller setzen ein auf KI basierendes autonomes 
Fahrsystem ein, das es ihren Lkws ermöglicht, in Echtzeit 
auf Autobahnbedingungen, einschließlich Straßenbau, zu 
reagieren, die von GPS-Kartensystemen übersehen werden	
	

	◆ Unterhaltungs- / Medienanwendungen, die robuste, 
transportable KI-Systeme an Veranstaltungsorten 
einsetzen, um hochauflösende Videos zu verarbeiten und 
komplexe Video- und Lichtshows für Veranstaltungen zu 
verwalten						    
		

	◆ Ride-Sharing-Unternehmen, die KI und Hochleistungs-
Hardware in einer Prototyp-Fahrzeugflotte einsetzen		
	

	◆ Entwicklung von autonomen zivilen Fahrzeugen, abgesehen 
von Autos: kommerzielle Langstrecken-Lkw, schwere 
Baumaschinen, Bergbau- und Landwirtschaftsmaschinen, 
Busse, U-Bahnen, Güter- und Personenzüge		
	

	◆ Ermöglichung von kooperativem Verhalten zwischen Luft- 
oder Landdrohnen (militärisch oder zivil)		
	

	◆ Offshore-Anlagen der Öl- und Gasindustrie 
nutzen KI zur Überwachung komplexer Ober- 
und Unterwasserabläufe und zur Analyse von 
Sensordaten, um suboptimale Abläufe und 
drohende Probleme, inkl.  
Geräteausfälle, erkennbar 
zu machen, bevor sie 
auftreten	

	◆ KI-basierte maritime Überwachungs- und Analysesysteme 
an Bord von Schiffen, um die Erkennung fehlerhafter 
Systeme für die Wartung zu automatisieren		
	

	◆ Hauptauftragnehmer der Luft- und Raumfahrtindustrie 
entwickelt ein KI-basiertes System zur Erkennung von 
Bedrohungen an Bord von Flugzeugen der US Navy		
	

	◆ KI-Cybersicherheitsanwendungen überwachen in Echtzeit 
den Zugang zu Industrieanlagen bei Herstellern und 
Versorgungsunternehmen, verfolgen autorisierte Zugriffe 
und erkennen Muster, die auf Cyberangriffe hindeuten	
	

	◆ Zivile „vernetzte Flugzeuge“, die KI an Bord und SATCOM- 
oder 5G-Funkverbindungen nutzen, um Daten zur 
Betriebsleistung von Flugzeugen zu sammeln und an Ort 
und Stelle zu verarbeiten					   
	

	◆ Medizinische Bildgebungs- und Diagnosegeräte, die KI-
Anwendungen hosten, um Scans für schnellere, genauere und 
detailliertere Diagnosen zu verarbeiten und zu analysieren	
	

	◆ Portable militärische Kommandozentralen, die KI „im Einsatz“ 
- also in unmittelbarer Nähe zum Gefecht - einsetzen, um eine 
Flut taktischer Informationen schnell zu einem umfassenden 
und verständlichen Bild des Kampfgebiets zu verarbeiten		
	

	◆ Automatisierte Zielsysteme, die fortschrittliche Sensoren, 
maschinelle Lern-Algorithmen und Touchscreen-

Displays nutzen, um Panzerbesatzungen der 
Armee in die Lage zu versetzen, eingehende 

Bedrohungen schneller als je zuvor zu 
erkennen und darauf zu reagieren



Bei der Auswahl des richtigen Technologielieferanten, mit 
dem Sie einen First-to-Market-Vorteil in Ihrer Branche für KI-
Transporte erzielen können, sind drei wichtige Aspekte zu 
berücksichtigen: Markteinführungszeit, Einschränkungen und 
Kompromisse sowie die Umsetzung.

Time-to-Market

Sie können die Markteinführung beschleunigen, indem Sie 
eine modulare, skalierbare Hardwareplattform verwenden. 
Eine handelsübliche, modulare und skalierbare Plattform 
ist entscheidend für eine schnellere Markteinführung von 
leistungsstarken, KI-fähigen Echtzeitanwendungen im Feld.

First-to-Market Vorteile

Vorteile im Überblick:

	◆ Modulare und skalierbare Produkte für den 
AI Transportable-Bereich, die je nach den 
Umgebungsparametern und der benötigten 
Rechenleistung variieren			 
	

	◆ Rechenzentrumsorientierte GPU-Integration in 
thermisch und strukturell optimierten Gehäusen 
mittels Entwurfssimulation und Qualifikationstests	
			 

	◆ Management des Projektlebenszyklus: Definition 
der Anforderungen, Meilenstein-Projektplanung, 
Qualifizierungstests, Abmilderung der 
Materialveralterung und Aufbau einer engen, 
kontinuierlichen Kundenbetreuung

www.bressner.de

WERDEN SIE ZUM 

MARKTFÜHRER 

 IHRER AI TRANSPORTABLE 

INDUSTRIE

Ausführung

Sie können eine mehrstufige technische Partnerschaft 
aufbauen, um Projekte termingerecht und innerhalb des 
Budgets durchzuführen. 
Unternehmen sollten Systemanbieter evaluieren, die ein 
kundenorientiertes Geschäftsmodell verfolgen. Ein solches 
Modell stellt von Anfang an eine gegenseitige Beziehung her, 
die einen gemeinsamen Schwerpunkt hat: die spezifischen 
Geschäftsziele und Ergebnisse für ein bestimmtes Programm.

Einschränkungen und Kompromisse

Sie können Ihre Kompromisse optimieren, indem Sie das 
Know-how und die Erfahrung der Anbieter nutzen. Die 
Einschränkungen für KI-Transportables fallen in drei Bereiche: 
Rechenleistung, KI-Kapazität und Überlebensfähigkeit. 
Unternehmen sollten potenzielle Technologielieferanten auf 
ihre nachgewiesene Kompetenz bei der Überwindung dieser 
Beschränkungen prüfen, um eine zuverlässige, leistungsstarke 
KI-Verarbeitung in robusten Edge-Lösungen zu ermöglichen.
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PCIe Bandbreite 
pro Lane PCIe x1 PCIe x4 PCIe x8 PCIe x16 Kodierung

1.0 / 1.1 2,5 GT/s 0,25 GByte/s 1,0 GByte/s 2,0 GByte/s 4,0 GByte/s 8b10b

2.0 / 2.1 5 GT/s 0,50 GByte/s 2,0 GByte/s 4,0 GByte/s 8,0 GByte/s 8b10b

3.0 / 3.1 8 GT/s 0,97 GByte/s 3,9 GByte/s 7,8 GByte/s 15,8 GByte/s 128b/130b

4.0 16 GT/s 1,90 GByte/s 7,8 GByte/s 15,8 GByte/s 31,5 GByte/s 128b/130b

5.0 32 GT/s 3,90 GByte/s 15,8 GByte/s 31,5 GByte/s 63,0 GByte/s 128b/130b

6.0 64 GT/s 7,50 GByte/s 30,3 GByte/s 60,5 GByte/s 121,0 GByte/s PAM-4

PCIe-Bandbreite und Formfaktoren

Die Bedeutung von PCIe für  

AI Transportables 

Die neueste Version von PCI Express (PCIe) ist Gen 5, 
(PCIe 5.0), die im Juli 2017 veröffentlicht wurde. PCIe 
5.0 unterstützt eine Datenrate von bis zu 256 Gbit/s pro 
Lane und überträgt damit doppelt so schnell wie PCIe 
4.0. PCIe 5.0 ist abwärtskompatibel mit allen früheren 
PCIe-Versionen und kann in bestehenden Systemen 
eingesetzt werden.

PCIe 5.0 ermöglicht es AI Transportables Systemen, 
die doppelte Bandbreite der vorherigen Generation 
zu nutzen, was für diese Branche von entscheidender 
Bedeutung ist, in der die Sensortechnologie den Umfang 
der für Inferenzmodelle erfassten Daten weiter erhöht. 
Darüber hinaus unterstützt PCIe 5.0 eine geringere 
Latenzzeit, was für Echtzeitanwendungen wichtig ist, 
bei denen jede Millisekunde zählt.

PCIe-Formfaktoren
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Zertifizierungen und Qualität

One Stop Systems ist sowohl nach ISO 9001:2015 als auch 
nach AS9100D zertifiziert. Dieser Zertifizierungsbereich 
umfasst: Entwicklung, Herstellung und Lieferung von 
Industriecomputern für die AI Transportable Industrie. 

AS9100 ist ein Qualitätsmanagementsystem, das entwickelt 
wurde, um die Lücken zu schließen, die Luft- und 
Raumfahrtunternehmen in der Norm ISO 9001 in Bezug auf die 
Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte für ihre Kunden abwickeln, 
festgestellt haben. Es wurde ursprünglich 1999 verabschiedet 
und hat seitdem vier Überarbeitungen erfahren, die in unserer 
aktuellen Version AS9100D gipfelten.

Ein Qualitätssystem ist ein formales System, das Verfahren 
und Prozesse zur Erfüllung von Kundenanforderungen 
dokumentiert. Wenn Sie über ein Qualitätssystem verfügen, 
wissen Ihre Kunden, dass Sie über ein komplettes System 
verfügen, um das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie 
anbieten, in einer qualitativ hochwertigen, wiederholbaren 
Weise zu produzieren und dabei alle gesetzlichen Anforderungen 
zu erfüllen. Durch die Risiko- und Chancenbewertung, die 
im Rahmen des AS9100-Prozesses durchgeführt wird, gibt es 
immer Möglichkeiten, Ihr Unternehmen zu verbessern oder 

die Erfahrungen Ihrer Kunden zu steigern. Wenn Unternehmen 
wie OSS AS9100 eingeführt haben, weiß die Welt, dass wir 
diese Risiken und Chancen im Auge behalten und sie proaktiv 
angehen. 

Der Gedanke der kontinuierlichen Verbesserung lässt sich 
nur schwer in eine Unternehmenskultur integrieren, aber 
AS9100 hilft dabei, den Prozess zu beschleunigen und 
die Teammitglieder für diese Themen zu begeistern. Für 
OSS begann die Reise vor vielen Jahren mit der ISO-9001-
Norm und der Verpflichtung des Unternehmens zu diesem 
Qualitätsmanagementsystem. Im Jahr 2020 begann OSS mit 
dem Zertifizierungsprozess nach AS9100 und erhielt Anfang 
2022 die Akkreditierung. In kurzer Zeit hat das Unternehmen 
erhebliche Fortschritte bei der Einhaltung der Normen in der 
gesamten Organisation gemacht. Die Unternehmenskultur 
von OSS hat die kontinuierliche Verbesserung zu einer 
Lebenseinstellung gemacht.

Was bedeuten die MIL-STD Normen?

Norm Bedeutung und Umfang

MIL-STD-810
Eine Reihe von genormten Testmethoden für das US-Militär, wodurch u.a. die Verträglichkeit von 
Ausrüstung im Umgang mit hohen Temperaturschwankungen, Luftdruck, Feuchtigkeit, Vibrationen 
oder Sonneneinstrahlung definiert wird.

MIL-STD-461 Angabe zu den Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit militärischer Produkte 
und Lösungen.

MIL-STD-464
Festlegung der Anforderungen an die Schnittstelle für elektromagnetische Umwelteinflüsse und 
die Prüfkriterien für Luft-, See-, Weltraum- und Bodensysteme, einschließlich der zugehörigen 
Kampfmittel.

MIL-STD-704 Sicherstellung der Kompatibilität zwischen dem elektrischen System des Flugzeugs, der externen 
Energieversorgung und den Geräten für die Nutzung in der Luft.

AS9100 Qualitätsmanagement
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Rugged GPU-Server

Modell 3U Short Depth Server Rigel Edge Supercomputer GAS-R EB4400 Centauri FSAn-4

CPU Intel® Xeon® Ice Lake oder 
AMD EPYC™ 7003 Dual oder Single

AMD EPYC™ 7003 Prozessor
Single Sockel SP3 (LGA4094)

AMD Epyc™ 7002 bis zu 64 Kernen oder 
Dual Intel® skalierbare Prozessoren - - Dual Intel® Xeon® Skylake, Cascade 

Lake, Cascade Lake-X, LGA 3647 CPU

GPU Full-Height, Full-Length

4x NVIDIA® A100 SXM GPUs
320 GB GPU Speicher
3. Generation NVLink
2,4 TB/s aggregierte Gesamtbandbreite

8x NVIDIA® A100 SXM4 GPUs (NVLink 3.0) - - Half-Height, Full-Length,  
GPU-Anschlüsse auf der Rückseite GPU

Arbeitsspeicher DDR4 RAM bis zu max. 4TB 8x ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM Slots 
(unterstützt Module bis 128 GB) Bis zu 4TB DDR4 ECC RAM - - Bis zu 4TB DDR4 ECC RAM Arbeitsspeicher

Speicherkapazität 12GB SAS-3 oder 6GB SATA III 
32GB NVMe x4 PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 Steckplatz Bis zu 200TB U.2 PCIe 4.0 NVMe Flash -

Bis zu 8x U.2/U.3 PCIe 3.0 oder 4.0 
NVMe SSDs mit 128TB pro 3HE-System 
(15,36TB NVMe-Laufwerke)

Unterstützt 32x PCIe 3.0 x8 HH/HL 
PCIe NVMe Flash, bis 400TB nutzbar Speicherkapazität

PCIe-Steckplätze 4x PCIe 4.0 x16 FH 
1x PCIe 4.0 x16 FH, halbe Länge 4x PCIe 4.0 x16 HHHL Steckplätze

4x PCIe 3.0 x16 HH/FL Double-Width
2x PCIe 3.0 x16 HH/HL Single-Width
1x PCIe 3.0 x4 HH/HL mit physikali-
schem x8 Anschluss
32x PCIe 3.0 x8 HH/HL (austauschbar)

Backplane Dual OSS-538:  
1x Single-Width PCIe 4.0 x16 FHFL 
4x Dual-Width PCIe 4.0 x16 FHFL 
Backplane Dual OSS-521: 
1x SIngle-Width PCIe 4.0 x16 FHFL 
6x Single-Width PCIe 4.0 FHFL 
1x Dual-Width PCIe 4.0 x16 FHFL

1x PCIe 4.0 x16 SFF-8644 Host-Uplink 
für die Verbindung mehrerer Centauri-
Systeme

4x PCIe 3.0 x16 HH/FL Double-Width, 
2x PCIe 3.0 x16 HH/HL Single-Width, 
1x PCIe 3.0 x4 HH/HL mit physikali-
schem x8 Anschluss 
32x PCIe 3.0 x8 HH/HL (austauschbar)

PCIe-Steckplätze

Anschlüsse 2x USB 3.2 
1x USB 3.1 Gen 2 (Type C)

4x RJ-45 10/100/1000 (Rückseite)
3x RJ-45 Unified Baseboard Management 
(Rückseite)
2x USB-C
1x VGA

2x RJ-45 (10-Gigabit Ethernet)
4x Ethernet & Infiniband bis 200GB/s
4x FibreChannel bis 32GB
5x USB 3.0, 2x Rückseite, 2x Front, 1x intern
4x USB 2.0 (2x Rückseite, 2x intern)

1x PCIe 4.0 x16 Host-to-Target Uplink 
Kits (32GBit/s) 
2x PCIe 4.0 x16 Host-to-Target Uplink 
Kits (64GBit/s) SmartNIC Host

2x RJ-45 Ethernet Ports (für Web-Ser-
ver GUI Zugang)

2x RJ-45 (Intel® X550) 10-GbE Slots 
5x USB 3.0, 2x Rückseite, 2x Front, 1x intern

Anschlüsse

Gehäuse Leichter Aluminiumrahmen (3HE)
Schwarz eloxiertes Außengehäuse

Leichter Aluminiumrahmen (4HE)
Schwarz eloxiertes Außengehäuse Eloxiertes Aluminiumgehäuse (8HE) Rackmount-Stahlgehäuse (4HE) Aluminiumgehäuse (3HE) Rackmount-Aluminiumgehäuse (4HE) Gehäuse

Kühlung 92mm Lüfter, 40mm Lüfter

2x 80 x 80mm hohe CFM PWM-gesteuerte 
GPU-Lüfter
4x 80 x 28mm PWM-gesteuerte Server-
Lüfter

80mm Lüfter, 92mm Lüfter, 
80dB(A) auf 1-Meter Entfernung

3x 92mm (180CFM) Lüfter Standard 
PWM gesteuert
Optionale IPMI Systemüberwachung 
Optionale Quadrafoam 45 PPI aus-
tauschbare Lüftungsfilter

BMC und Lüftersteuerung 4x 70 x 38mm PWM Hot-Swap Lüfter Kühlung

Stromversorgung
Single/Dual AC 1600W, 110-240VAC
Single/Dual DC 1600W, 48VDC
Single/Dual AC 2600W, 110-240VAC

90-264VAC (47-63Hz)
110VAC (400-800Hz) 3Ø
180-300 VDC
48 VDC

100-250VAC (47-63Hz oder 400Hz)
200-370VDC 2+1, Hot-Swap Stromver-
sorgung bis zu 1600W

Single / Dual AC 2600W Netzteil
Single / Dual AC 1600W Netzteil
Single / Dual DC 1600W Netzteil

Dual 1600W redundante Netzteile: 
100-240VAC Full Range 
48VDC 
50/60Hz

Stromeingang Rückseite: 
100-250VAC (47-63 oder 400Hz) oder 
200-370VDC 2+1, Hot-Swap Stromver-
sorgung bis zu 1600W

Stromversorgung

Temperatur Betrieb: 0° ~ 35°C
Lager: -40° ~ 71°C

Betrieb: 0° ~ 35°C
Lager: -40° ~ 71°C

Betrieb: 0° ~ 35°C
Lager: -40° ~ 71°C

Betrieb: 0° ~ 35°C; kurzfristig: -5° ~ 40°C
Lager: -40° ~ 71°C

Betrieb: 10° ~ 50°C
Lager: -40° ~ 71°C

Betrieb: 0° ~ 35°C
Lager: -40° ~ 71°C Temperatur

Luftfeuchtigkeit 10% ~ 90% 0% ~ 95% 5% ~ 95% 5% ~ 95% 5% ~ 95% 5% ~ 95% Luftfeuchtigkeit

Gewicht 20,4kg (45,0 lbs) 22,7kg (50,0 lbs) 60,3kg (132,9 lbs) 11,3kg (24,9 lbs) - ohne Grafikkarten 5,9kg (13,0 lbs) 31,8kg (70,1 lbs) bis 38,6kg (85,1 lbs) Gewicht

Abmessungen 482,6 x 177,8 x 469,9mm 177,8 x 218,4 x 678,1mm 368,3 x 431,8 x 622,3mm 271,8 x 177,8 x 470mm 215,9 x 133,4 x 508mm 431,8 x 177,8 x 609,6mm Abmessungen

Zertifizierungen FCC, CE, CISPR 22, MIL-STD-810G FCC, ICES-003, CE, CISPR 22,  
RoHS 6 von 6, WEEE, MIL-STD-461E

MIL-STD-810G, MIL-STD-461E, MIL-
STD464A, MIL-STD-704E, IEC 61000-4-2 FCC Class A, CE, UL, cUL, RoHS3 FCC Class A, ICES-003, UL/IEC 60950-1, 

CE, CISPR 22, WEEE & RoHS 3
MIL-STD-810G, MIL-STD-461E, MIL-
STD-464A, MIL-STD-704E Zertifizierungen

AI Transportable Systeme im Vergleich



GPU-Beschleuniger und Speicher-Systeme

Modell 3U Short Depth Server Rigel Edge Supercomputer GAS-R EB4400 Centauri FSAn-4

CPU Intel® Xeon® Ice Lake oder 
AMD EPYC™ 7003 Dual oder Single

AMD EPYC™ 7003 Prozessor
Single Sockel SP3 (LGA4094)

AMD Epyc™ 7002 bis zu 64 Kernen oder 
Dual Intel® skalierbare Prozessoren - - Dual Intel® Xeon® Skylake, Cascade 

Lake, Cascade Lake-X, LGA 3647 CPU

GPU Full-Height, Full-Length

4x NVIDIA® A100 SXM GPUs
320 GB GPU Speicher
3. Generation NVLink
2,4 TB/s aggregierte Gesamtbandbreite

8x NVIDIA® A100 SXM4 GPUs (NVLink 3.0) - - Half-Height, Full-Length,  
GPU-Anschlüsse auf der Rückseite GPU

Arbeitsspeicher DDR4 RAM bis zu max. 4TB 8x ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM Slots 
(unterstützt Module bis 128 GB) Bis zu 4TB DDR4 ECC RAM - - Bis zu 4TB DDR4 ECC RAM Arbeitsspeicher

Speicherkapazität 12GB SAS-3 oder 6GB SATA III 
32GB NVMe x4 PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 Steckplatz Bis zu 200TB U.2 PCIe 4.0 NVMe Flash -

Bis zu 8x U.2/U.3 PCIe 3.0 oder 4.0 
NVMe SSDs mit 128TB pro 3HE-System 
(15,36TB NVMe-Laufwerke)

Unterstützt 32x PCIe 3.0 x8 HH/HL 
PCIe NVMe Flash, bis 400TB nutzbar Speicherkapazität

PCIe-Steckplätze 4x PCIe 4.0 x16 FH 
1x PCIe 4.0 x16 FH, halbe Länge 4x PCIe 4.0 x16 HHHL Steckplätze

4x PCIe 3.0 x16 HH/FL Double-Width
2x PCIe 3.0 x16 HH/HL Single-Width
1x PCIe 3.0 x4 HH/HL mit physikali-
schem x8 Anschluss
32x PCIe 3.0 x8 HH/HL (austauschbar)

Backplane Dual OSS-538:  
1x Single-Width PCIe 4.0 x16 FHFL 
4x Dual-Width PCIe 4.0 x16 FHFL 
Backplane Dual OSS-521: 
1x SIngle-Width PCIe 4.0 x16 FHFL 
6x Single-Width PCIe 4.0 FHFL 
1x Dual-Width PCIe 4.0 x16 FHFL

1x PCIe 4.0 x16 SFF-8644 Host-Uplink 
für die Verbindung mehrerer Centauri-
Systeme

4x PCIe 3.0 x16 HH/FL Double-Width, 
2x PCIe 3.0 x16 HH/HL Single-Width, 
1x PCIe 3.0 x4 HH/HL mit physikali-
schem x8 Anschluss 
32x PCIe 3.0 x8 HH/HL (austauschbar)

PCIe-Steckplätze

Anschlüsse 2x USB 3.2 
1x USB 3.1 Gen 2 (Type C)

4x RJ-45 10/100/1000 (Rückseite)
3x RJ-45 Unified Baseboard Management 
(Rückseite)
2x USB-C
1x VGA

2x RJ-45 (10-Gigabit Ethernet)
4x Ethernet & Infiniband bis 200GB/s
4x FibreChannel bis 32GB
5x USB 3.0, 2x Rückseite, 2x Front, 1x intern
4x USB 2.0 (2x Rückseite, 2x intern)

1x PCIe 4.0 x16 Host-to-Target Uplink 
Kits (32GBit/s) 
2x PCIe 4.0 x16 Host-to-Target Uplink 
Kits (64GBit/s) SmartNIC Host

2x RJ-45 Ethernet Ports (für Web-Ser-
ver GUI Zugang)

2x RJ-45 (Intel® X550) 10-GbE Slots 
5x USB 3.0, 2x Rückseite, 2x Front, 1x intern

Anschlüsse

Gehäuse Leichter Aluminiumrahmen (3HE)
Schwarz eloxiertes Außengehäuse

Leichter Aluminiumrahmen (4HE)
Schwarz eloxiertes Außengehäuse Eloxiertes Aluminiumgehäuse (8HE) Rackmount-Stahlgehäuse (4HE) Aluminiumgehäuse (3HE) Rackmount-Aluminiumgehäuse (4HE) Gehäuse

Kühlung 92mm Lüfter, 40mm Lüfter

2x 80 x 80mm hohe CFM PWM-gesteuerte 
GPU-Lüfter
4x 80 x 28mm PWM-gesteuerte Server-
Lüfter

80mm Lüfter, 92mm Lüfter, 
80dB(A) auf 1-Meter Entfernung

3x 92mm (180CFM) Lüfter Standard 
PWM gesteuert
Optionale IPMI Systemüberwachung 
Optionale Quadrafoam 45 PPI aus-
tauschbare Lüftungsfilter

BMC und Lüftersteuerung 4x 70 x 38mm PWM Hot-Swap Lüfter Kühlung

Stromversorgung
Single/Dual AC 1600W, 110-240VAC
Single/Dual DC 1600W, 48VDC
Single/Dual AC 2600W, 110-240VAC

90-264VAC (47-63Hz)
110VAC (400-800Hz) 3Ø
180-300 VDC
48 VDC

100-250VAC (47-63Hz oder 400Hz)
200-370VDC 2+1, Hot-Swap Stromver-
sorgung bis zu 1600W

Single / Dual AC 2600W Netzteil
Single / Dual AC 1600W Netzteil
Single / Dual DC 1600W Netzteil

Dual 1600W redundante Netzteile: 
100-240VAC Full Range 
48VDC 
50/60Hz

Stromeingang Rückseite: 
100-250VAC (47-63 oder 400Hz) oder 
200-370VDC 2+1, Hot-Swap Stromver-
sorgung bis zu 1600W

Stromversorgung

Temperatur Betrieb: 0° ~ 35°C
Lager: -40° ~ 71°C

Betrieb: 0° ~ 35°C
Lager: -40° ~ 71°C

Betrieb: 0° ~ 35°C
Lager: -40° ~ 71°C

Betrieb: 0° ~ 35°C; kurzfristig: -5° ~ 40°C
Lager: -40° ~ 71°C

Betrieb: 10° ~ 50°C
Lager: -40° ~ 71°C

Betrieb: 0° ~ 35°C
Lager: -40° ~ 71°C Temperatur

Luftfeuchtigkeit 10% ~ 90% 0% ~ 95% 5% ~ 95% 5% ~ 95% 5% ~ 95% 5% ~ 95% Luftfeuchtigkeit

Gewicht 20,4kg (45,0 lbs) 22,7kg (50,0 lbs) 60,3kg (132,9 lbs) 11,3kg (24,9 lbs) - ohne Grafikkarten 5,9kg (13,0 lbs) 31,8kg (70,1 lbs) bis 38,6kg (85,1 lbs) Gewicht

Abmessungen 482,6 x 177,8 x 469,9mm 177,8 x 218,4 x 678,1mm 368,3 x 431,8 x 622,3mm 271,8 x 177,8 x 470mm 215,9 x 133,4 x 508mm 431,8 x 177,8 x 609,6mm Abmessungen

Zertifizierungen FCC, CE, CISPR 22, MIL-STD-810G FCC, ICES-003, CE, CISPR 22,  
RoHS 6 von 6, WEEE, MIL-STD-461E

MIL-STD-810G, MIL-STD-461E, MIL-
STD464A, MIL-STD-704E, IEC 61000-4-2 FCC Class A, CE, UL, cUL, RoHS3 FCC Class A, ICES-003, UL/IEC 60950-1, 

CE, CISPR 22, WEEE & RoHS 3
MIL-STD-810G, MIL-STD-461E, MIL-
STD-464A, MIL-STD-704E Zertifizierungen
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Kontakt

EMEA

BRESSNER Technology GmbH 
Industriestrasse 51

82194 Gröbenzell
Deutschland

Tel.: +49 8142 47284-70 
E-Mail: vertrieb@bressner.de

Web: www.bressner.de

USA
One Stop Systems Inc.

2235 Enterprise Street #110
Escondido, CA 92029, USA

Tel.: +1 (877) 438-2724
Fax: +1 (760) 745-9824

E-Mail: sales@onestopsystems.com

https://www.scorpion-rugged.de/?utm_source=SC-Buyers-Guide&utm_medium=online&utm_campaign=SC-Buyers-Guide-URL
mailto:sales%40onestopsystems.com?subject=

